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事業の目的、位置づけ

記載事項：なぜこれを事業化・商品化

するのか？！できるだけシンプルに書く

・GaN,SiCなどのパワー半導体用のTIM材を開

発する

前提条件

記載事項：事業が成り立った際、法

規制の変化や制約条件がある場合記載
・四国計測との市場すみわけは必要

・トヨタ電気自動車ビジネス（SiC)は四国

・TIM材なので別途冷却器は必要。

対象市場

記載事項：市場の記載

・車載（ECUなどの電子機器）

・医療用・工業用に用いるレーザー装置

・防衛航空宇宙ビジネス

・プロジェクター（今後）

販売目的

記載事項：年間の売上げ金額

セールスポイント

・300℃以上のTIM材

（Thermal Interface Material)

・発熱体のヒートスポット（点）を

　面方向へ素早く広げ、

　放熱器へ伝えて熱対策を行います。

実現方法

・ハイスペック品の製品冷却に

　対して実施する。

・パワー半導体使用品へPRする

・高密度実装＋パワー半導体

商品コンセプト

・シリコーン系TIM材の

　使用温度範囲と熱輸送量を

　超過した熱対策品

オプション構成

ユーザーメリット

・ヒートスポットを分散することで、

　素子の寿命安定化に寄与。

・点の熱を面に散らし伝えるため、

　ヒートシンクのサイズダウンに寄与。

特許による優位性

・製造メーカーの特許多数あり

サポートの特徴 用途の説明

・高い発熱やヒートスポットが発生する

　チップやLED素子の熱対策製品

製品概要

・800W/㎠の最大熱流束にを処理できるハイスペックなTIM材

（Thermal　Interface Material）

・ヒートスポットを瞬時に分散させ、広い面積で伝熱させることが出来る。
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